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Design Rules YOU EXPECT

SLIM.hdi x-2b-x und (x-2b-x)PTH

Diese Designregeln gelten fir:

HDI-Anylayer-Leiterplatten mit 4 bis 8 Lagen, stacked und staggered Microvias
=  Optional mit PTH (Plated Through Hole) gegen Aufpreis, mit eingeschrankten Design Rules.
= QOptional mit geklebter mechanischer Verstarkung (-Ri = Stiffener) oder Lottrager (Aufpreis).

= Ohne UL-Kennzeichnung. Alle Materialien sind UL-gelistet.

Beispiele:

SLIM.hdi 1-2b-1 SLIM.hdi (1-2b-1)PTH-RIi SLIM.hdi (2-2b-2)PTH-Ri
Standard: Nur Microvias Optionen: Lottrager, PTH Optionen: Stiffener, PTH

Nomenklatur: x = Anzahl sequentiell aufgebauter Kupferlagen, Ri = Stiffener oder Lottrager aus FR4

Lagenanzahl LP-Gesamtdicke Beschreibung
ohne Stiffener/Lottrager
4 <0,35mm SLIM.hdi 1-2b-1
6 <0,45mm SLIM.hdi 2-2b-2
8 <0,60 mm SLIM.hdi 3-2b-3

Grundlegende Hinweise
= Bitte beachten Sie allgemeine Standards wie IPC oder IEC.

= Gerne erstellen wir fiir Sie einen optimalen Liefernutzen (best price!).
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Materialspezifikationen
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Material Standard Spez. Blatt | Beschreibung Anwendung
Basismaterial IPC-4101 128 FR-4.1Tg150 °C Zyklenfest, halogenarm,
gefiillt, low CTE(z)
Lotstopplack IPC-SM840 grin, photosensitiv Standard
JISC5012

Standard Stackups

Die Standard Lagenaufbauten finden Sie unter www.we-online.com/hdi
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1. FR4.1-Kern, sequentieller Aufbau der Anylayer-Lagen mit Prepregs 30 pm /50 pm / 70 pm

2. Kupferfoliendicke 9 pm + galvanische Verstarkung

3. Photosensitiver Lotstopplack grin

4. Standard sind lasergebohrte Durchkontaktierungen als Anylayer-Verbindungen,

Metallisierungsschichtdicke nach IPC-6012

5. Kontur gefrast, kleinster Fraserdurchmesser 1,6 mm. Kerbfrasen ist nicht zulassig!

6. Lotoberflache chem. Ni/Au (ENIG)

7. Verpackung in ESD-Schrumpffolie
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Stackup SLIM.hdi 1-2b-1-Ri

Standard: Nur Microvias

Option: Stiffener
—_—
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. Technischer Erhohte
Symbol Beschreibung
Standard Anforderung
Leiterbreiten und -abstande = nur Microvias 75pum/ 75 pm -
A Minimaler Paddurchmesser fiir Microvias 225 pym 200 pm
B Bohrenddurchmesser gelaserter Microvias, typisch 85 pm 85 pm
Fiir alle Padanbindungen werden Teardrops empfohlen!
- Abstand Kupfer zur Kontur >300 pm >225pum
- Anzahl der Kupferlagen insgesamt 4 bis 8
C Dicke des Kerns (FR4.1 - TG150, halogenarm, gefiillt) 100 pm 60 pm
- Dicke der kaltverklebten Verstarkung aus FR4.0-Material 0,8 mm 1,00 mm - 1,55 mm
Dicke des Lottragers aus FR4.0-Material 0,8 mm 0,8mm
- Dicke des Klebers fir die Verstarkung und Lottrager 50 pm
W Minimale Breite Lotstoppmaskensteg 70 pm 50 pm
cl Minimale Lotstoppmaskenfreistellung, umlaufend 40 pm 35pm
Wl A(PTH)
Stackup SLIM.hdi (1-2b-1)PTH - B(PTH)
Option: Microvias und PTH —
nur abweichende Parameter
. Technischer Erhohte
Symbol Beschreibung
Standard Anforderung
Leiterbreiten und -abstande - PTH und Microvias 75 pum/ 100 pm -
A(PTH) Minimaler Paddurchmesser fiir PTH 450 pm 400 pm
B(PTH) Bohrenddurchmesser PTH, typisch 200 pm 150 pm
Fiir alle Padanbindungen werden Teardrops empfohlen!
Non functional / non-used Pads NICHT entfernen!!
W Minimale Breite Lotstoppmaskensteg 70 pm -
cl Minimale Lotstoppmaskenfreistellung, umlaufend 40 pm -

we-online.com

Weitergehende Spezifikationen sind auf Anfrage moglich. Sprechen Sie uns an: slim.hdi
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